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"perforated
Foil Battery Plates™
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‘para solicitar  PATENTE DE INVENCION por 20 afios

Eu nombre de INTERNATIONAL NICKEL LIMITED

entidad / de -nacienalidad britdnica
| J
con domicilio en Themes House, Millbank, Londres, Inglaterra.

i
|

por. "PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA PLACA DE BATERIA",~
i (Clese Internacional HOL ne)
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La invencién se refiere a placas para uso en -

baterias alealinas o deidas, - i
Placas para uso en bateriag alcalinas pueden -%

construirse por varios procedimientos bien conocidos,

o 4 -

por ejemplo, Bn forme de placas tubulares, placas de al-:
véolos o placas sinterizadas, La placa real estd consti-;
tuida normalmente por un soporte que es inerte a los 4l-
calis y sobre el cual o dentro del cual se deposita o fo%—
me la denominade "mase activa de la baterfa"(el constitu-~

yente activo de la placa). El soporte es en la mayoria -%
]

de los casos de niquel, y, por ejemplo, tanto las piezasé
¥ places positivas como las negativas de wna bateria nf-
quel~cadmio pueden estar constitufdas por hoja de niquei.
En el caso de lag placas positivas, la hoja de niquel llé-
vard la mase sotiva de la baterfa en forma de NiO(OH) g
En el caso de la placa negativa, la mesa ective de la ba;
terfa es cadmio, siendo lo mds conveniente que éste se -f
deposite sobre la hoja de niguel por electrodeposicidniy E
En una beterfs niquel-hierro o niquel-zine, 1a§
placas negativas pueden de nuevo estar constitufdas por %
hoja de niquel que soporta wna masa activa de baterfa prb-
ducida por electrodeposicién & pertir de soluciones quef
contienen sales adecuadas de hierro o zine tales como, -
por ejemplo, sulfato ferroso, cloruro ferroso y cianuro ;
de zinc, ;
En une baterfe 4cida, las placas son cominmente
de una aleacién de de plomo o plomo endurecido por dis- ;
persidn, y la masa activa de la baterfa en las placas p@-
sitivas es diéxido de plomo y en la placa negativa es plo-

mo esponjoso.

Todas las baterias contienen, por supuesto, wm
electrolito apropiado ¥y en todos los disefios de placa la
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| esta razén las placas que han de utilizarse en tales

: soldadura en wo o mds de sus bordes. |

masa activa de la baterfa debe estar soportade de una -

' manera tal que la corriente eléctrica que fluye a través%
|

del electrolito pueda tener f4cil acceso & ella. !
El objeto buscado en la presente invencién es pro-
porcionar placas de baterfz en las cusles se ha mejorado j
el acceso a las masas activas, i
De acuerdo con la invencién, una placa de ba- i
terfa comprende una pila de hojas metdlicas interconectadés
eleéctricamente y separadas unas de otres por mase activa)
las cusles poseen orificios distribufdos uniformemente qué
coinciden exactamente para formar conductos continuos & ~§
través de la placa. Asf pues, existe un paso de la corrieﬁ-
te a las placas a través de cada uno de los conductos forL
mados por los orificios coincidentes, as{ como caminos ha~
cis la masasctiva a través de los lados de los conductos
La distribucién de los orificios debe ser umiforme a fin |

. de agsegurar gue le masa activa que se encuentra en el ingi

i
terior de la placa se descarge uniformemente. ’

Para facilitar la exacte coincidencia de los ori-
ficlos en la pila de hojas, pueden formarse orificios ad;-
cionales en cade hoja que se hallan en perfecta coinciden%
cia y lleven alojados espigas de fijacién. Si estas espi-
gas son de metal, formardn las conexiones eléetricas entr%
las hojas de le pila. Otro modo de interconectar eléctri=
camente todas las hojas en wna pile consiste en hacer una
' ' !

la invencidén es particularmente Wtil en baterias
alcalinas, Tento las places positivas como lag negativas'de
i 1a mayoria de las formas de baterfa alcalina estdn constl-

tufdas convenientemente con niquel como soporte, y por - ;

1
i

% baterias de acuerdo con la invencién estdn comstitufdas por
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hoja de nfquel, En general, no obstante, la hoja puede sgr
cuzlquier metal adecuadamente inerte sobre el cual puedé
formarse o pueda depositarse la masa activa,.

|

la hoja de niquel provista de orificios puede ﬁ

producirse ventajosamente por electroformecidn, procedi-é
miento que es bien econocido, y que se deseribe, por ejeﬁ-

i
plo, en un articulo titulado"Electroforming of Nieckel cheens"

("Electroformacién de Pantallas de Niquel") objeto de wna

i conferencia pronunciada por J, Van der Waals, en el simpd-

sio sobre Deposicién de Niquél en las Industrias de In-~
genleria, celebrado en fecha 10 de Octubre de 1963,
Ia hoja puede ser extremsdemente delgada. En el

g

s bt w

ceso del niguel, se prefiere utilizar hoja que tenga un =
espesor comprendido entre 0,005 mm y 0,05 mm, lo mfs pre-
feriblemerte en el extremo inferior de esteintervalo. La |
mase activa producide sobre la hoja de este espesor ten-§
dréd pormalmente en si misma wun espesor comprendido enﬁré
0,005 m y 0,09 mm, La masa activa puede estar en un sol&
lado o en ambos lados de cada hoja. Se prefiere formarlai
en ambos lados o aplicarla a ambos lados de cada hoje ¥ ?
apilar luego suficientes hojas en contacto cara con carag

para producir una placae acabade de un espesor aproximadof

i de 1 mm. El espesor puede ser mds pequefio o mayor que
; éste, de pendiendo del prpésito para el que se construya’

la bateria. Los regfmenes de descarga elevados exigen -
placas relativamente delgadas; las placas mds gruesas -
son mds econdmicas en el niémero de separadores los cuale#,
por supuesto, estdn incorporados siempre para mantener -
las plecas de polaridad opuestas separadas eléctricamente
unas de otras.

No es necesario que la proporcidn del 4res -
total de cada hoja ocupada por los orificios sea grande,
Esto es una ventaja, ya que, por supuesio , no puede haber

mesa active alguna en esta proporeidn del drea. Si Dbien la
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_.iproporcidn puede ser de 50% dmds, preferiblemente estd

§ cuadrado,

2

i
-

H

| comprendida entre 5 y 15%. Para resultados éptimos, la - 3
fproporeidn del drea ocupada por los orificios debe guardar
i una relacién adecuada con el egpesor de la placa, de tal -

" menera que cuanto mds gruesa sea la placa, tanto mayor - f

- serd el 4rea total de orificios requerida para asegurar

f que lé resistencia interna no sea demasiado grande. Es - ;
g deseable que los orificlos propiemente dichos sean lo més;
5 pequefios posible que sea compatible con la posibilidad dg
. 1levar dichos orificios a una coincidencia exacta cuando
se apilen las hojas. As{ pues, el nimero de orificios porf
unidad de drea puede hacerse tan grande como lo permita }
ol 1fmite del 4rea total de orificios, y de este modo la |
distancia entre los orificlos adyacentes se hace 1o mds |
pequefia posible. En general, los orificios pueden tener
un drea de 0,01 a 1 milfmetro cuadrado y deberfa haber

al menos 4, y preferiblemente muchos mfs, por centimetrol

t
!
}
H
i

Los orificios son ventajosamente circulares, = !

siendo iguales preferiblemente las distancias entre el -

: es mayor para un drea total de orificios dada%

centro de cada orificio y los centros de todos los ori-i
ficiog adyacentes, No obstante, los orificios pueden seri

alargado, y en tal caso el perimetro total de orificios

Los separadores, por supuesto, tienen que perm%—

tir el paso de los iones del electrolito a su través, y !
en las baterias preferidas de acuerdo con la invencidn E
los separadores se construyen con orificios similares a |
los de las placas y estén montados de tal manera que los |
conductos & travds de las placas y los orificios de los ;
separadores coinciden exactamente para facilitar el rd- E

pido movimiento de los iones en el electrolito.
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A modo de ejemplo, se fabricaron dos placas Ay 5
cade wna de ellas de forma cuadrada y 25,4 mm de lado porE
0,178 mm de espesor, constitufdas por 10 capas de hoja de
niquel de 0,005 mm de espesor producidas por electrofor-
imacién ¥y queIleveban una capa de masa activa de baterfa -f
de 0,007 mm de espesor por cade lado, En la placa A la - ,
hoja de niquel tenfa 11 orificios por cent{metro cuédradoi

W'en la Placa B la hoja de niquel tenifa 174 orificios pori
‘centfmetro cuadrado, siendo el radio de los orificios y

ha distancia de centro & centro entre orificios adyacen-
tes en le Placa A 0,526 mm y 3,22, respectivamente, y

en la Place B 0,121 mm y 0,79 mm, respectivamente, Se en—
contrd que la resistencia interne mdxima a la terminaclén|

s

he la descarga de la Placa A era 0,984 olms, y que la de ~-i
i
1 Placa B era 0,105 ohms, i

Se cargaron y descargaron varias veces las placaé
en solucidn de hidréxido potdsico, y se determinaro sus - %
%apacidades & regimenes diferentes de descarga cuando la ’
§1aca se redujo a cero voltios contra un electrodo patrén;

hg/HgO. los valores obtenidos se dan en la Tabla siguiente:

TABLA I
Placa Régimen de Tiempo de Capacidad
descarga descarga mAh
.\ | (segs)
A 130 382 13.8
1300 12.8 446
20 13,
B 117 15% 13:4
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: La superioridad de la Placa B para el régimen
' de descargse mds alto se muestra claramente y exhibe el -

" efecto de la menor resistencia interma de la placa B de-
)bido g la proximidad de los orificios,

| Ia energfa total que puede soportar una placa

de baterfa depende de la cantidad de masa activa, Sin embar-
%go, la cantidad prdctica, medida en mAh por centimetro - |
“ocuadrado, depende claramente también de le centidad de =
‘masa activa f4cilmente accesible & la corriente, y podriaz
‘pensarse que al apilar, por ejemplo, 10 hojas cars con :
cara la capacidad prdctica fuese mucho menor que 10 vecesl

la capacidad de una sola hoja., Es sumeamente sorprendente

fque no sea éste el caso en la presente invencién, como se
%demuestra por el ejemplo adicional que figura a continug~
‘cién.

: En este ejemplo se fabricaron dos placas a partir de
fhojas cuadradas de niquel, siendo la longitud de cada -

‘une de 50 mm y el espesor de 0,0064 mm. Todas y cada una ﬁ

de las hojes tenfen orificios del mismo tamefio y disposi-’
gcidn en la Placa A y soportaban un espesor de 0,04 mm de {
:masa active en cada lado. La primera de estas placas, Pla~

ca C, estaba constitufda por 10 de tales hojas y la se- :
ggunda placa, Placa D, ers una sola hoja. Se cargaron ¥y des}
‘cargaron estas placas en solucidn de hidréxido potédsico -
Eoomo en el ejemplo previo y se determinaron sus capaci-
dades para regfmenes diferentes de descarge, mostréndose -
los resultados en la Tabla 2, i
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10

15

20

25

TABLA I

| .
Placa | Nimero de |Régimen de |[Tiempo de CAPACIDAD
hojas descargs descarga
en horas :
| mA | mA/ort mAh  mAb/om?
¢ 10 106 | 0.21]  4.27 452 0.904
‘ ' 816 1.63 0.455 371 0,742
D 1 10,1 0.20[  4.66 A7.1 04943
; 84 | 1.68  0.50 1.8  0.836

Se verd que la capacidad de la placa 10 capas,

i nide para la hoja de una sola capa, & saber, 0,943 mAh/cﬁ?);

i
i Placa C (0,904 mAh/cmz), estd muy préxime a la ideal obte-
i
i

i vigente Estatuto de Propiedad Industrialls

; Esta solicitud que corresponde a la presentada .
| en Gran Bretefia, el dfa 22 de Abril de 1969, bajo el no.
; 20559/69, se acoge & los beneficios del art{culo 51 del

~-REIVINDICACIONES=-

Los puntos de Inveneidn propia y nueva que se

presentan pars que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencién en Espafia por VEINTE afios son los si-

guientes:

1.-Procedimiento pare fabricar unse placa de -

!
/ .
y/j;;;eria, que comprende apilar e interconectar eléctrice~

7

~8=

* mente hojas metdlicas formadas en orificios uniformemente
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distribuidos, coincidiendo exactamente los orificios
para formar conductos continuos & través de la placa, y
estando separadas las hojas en la pila unas de otras poﬁ
masa activa,

2,~Un procedimiento de acuerdo con la reivin-
dicacidn 1, en el que se forman orificios adicionales |
en cade hoja que coinciden exactamente y alojen espigas,
de fijacidm. |

3.~Un procedimiento de acuerto con la reivin-,
dicacidén 1 6 la reivindicacién 2, para uso en une vaterfa
alcalina en la que las hojas son de niquelﬁ i

4.-Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cacidn 3 en el que las hojas tienen un espesor de 0,005
& 0,05 mn,

5.~Un procedimiento de acuerdo con eualquieraé
de les reivindicaciones anteriores en el que la propor{
cidn del drea total de cade hoja ocupada por los orifi%
cios es del 5 al 15%, f

6.~Un procedimiento de acuerdo con cualquiera?
de las reivindicaciones anteriores en el que los orifi%
cios son circulares, siendo iguales las distancias entré
el centro de cada orificio y los centros de todos los -
orificios adyacentes. :

To~Un procedimiento en el que las placas son
como se reivindica en cualquiera de las reivindicacioneé
anteriores y estdn separadas por separadorqs que tienen%
orificios gue coinciden exactamente con los conductos ai
través de las placas,
8.~Procedimiento para fabricar una placa de

o 378877



Tal y-como se ha deserito en la memoria que

antecede y con los fines que se han especificaddi

Esta memoria conste de once hojas escritas a -
' méquina por una sola cara.

? ! EENITR
Madrid ’ Y

i

Py

ﬁ\“)erto
por Podoi ™
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